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éCual es la importancia de seleccionar el
correcto material para prevenir contaminacion
electroquimica en la estacion de retrabajo?

Una docena de versiones del mismo escenario
ocurrieron en el ultimo mes, todas eran relacionadas
con los materiales y procesos utilizados en aplicaciones
post-produccion / retrabajo. Este paso del proceso de
produccion a menudo se escapa de la atencion de los
ingenieros porque no hay maquinaria interesante, ni
ninguna ingenieria real que tenga lugar. La mayoria de
los operadores de soldadura manual son altamente
eficientes y han desarrollado técnicas que logran realizar
el trabajo, lo que ha derivado a que algunos supervisores
o gerentes de produccion sientan una falsa sensacién de
seguridad. La contaminacién electroquimica normalmente
no aparece hasta que se ha convertido en una terrible falla
de campo. De hecho, si el problema esta relacionado con
contaminacion / corrosion / fugas, el primer lugar al que
miro es la estacion de retrabajo y ocho de cada 10, es
donde estan los puntos problematicos.

Las aplicaciones de soldadura manual tienen requisitos
diferentes que los procesos anteriores, y vale la pena
detallar estas diferencias para comprender la importancia
de la seleccion de materiales y el uso adecuado.

Cuandome piden querealice una auditoriade los materiales
en la estacion de trabajo, lo primero que aconsejo es que
retiren todas las botellas de flux de las estaciones. Esto
se cumple invariablemente con la inconformidad de los
operadores, y es comprensible. El uso de flux liquido
hace dos cosas que ayudan al operador a soldar: 1) mas
activador facilita la humectacion (wetting), y 2) el liquido
crea un puente térmico entre la punta del cautin y el area
a soldar ademas de transferir calor desde la punta a la
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pieza de trabajo. Ambos atributos mejoran el rendimiento
y velocidad del soldado, por lo que es facil entender por
qué es tan deseable el flux liquido.

FIGURA 1. Cortocircuito causado por una dendrita.

Esté es el problema: Muchos flux liquidos No Clean
requieren exposicion al calor paravolverlosinertes. Siestan
disefiados para su uso en una aplicacién de soldadura por
ola completa, esto generalmente esta garantizado. Sin
embargo, En un retrabajo o en una aplicacion de soldado
selectivo punto a punto, de cualquier manera, la fuente de
calor localizada puede ser insuficiente para descomponer
los activadores de flux, y permaneceran activos, lo que
representa un riesgo de confiabilidad. Incluso el flux
liquido aplicado con mayor precision puede extenderse de
1 a 2 mm mas alla del sitio de aplicacion, dentro y debajo
de los componentes, blindandolo de cualquier exposicion
al calor. El flux liquido utilizado en botellas de compresion
en las estaciones de trabajo a menudo se obtiene del
mismo gabinete (a prueba de Fuego) del flux que se utiliza
en operaciones de soldadura selectiva y por ola. Si este
es el caso en tus instalaciones, suspende esta practica
hoy. Los proveedores de flux han desarrollado férmulas
para aplicaciones en especifico con atributos en su
rendimiento para la aplicacion en cuestion. Si se requiere
un flux externo, se debe usar un flux liquido o en pasta
disefiado para el retrabajo que no requiera calor para que
se clasifique como No Clean. Mejor aun, usa solo el nucleo
de flux que se encuentra en la soldadura de alambre. Los
operadores deben estar capacitados para comprender
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que la aplicacién de un flux excesivo o inadecuado pondra como el paso mas sucio. Si no esta limpiando, asegurese
en peligro la confiabilidad de su trabajo. de que los materiales se seleccionen cuidadosamente y
La presencia de residuos de flux es una preocupacion se usen correctamente.
estética, incluso si el alambre y los materiales de
flux utilizados son seguros y compatibles. Esto es
particularmente cierto para el proveedor de EMS, ya que
los residuos (a menudo incorrectamente) se perciben
como una medida de la calidad de una PCB. En una
estacion de trabajo tipica, generalmente al lado de la
botella de flux, hay una botella de alcohol isopropilico (IPA)
de aspecto similar que se utiliza para limpiar el residuo
del flux resultante. Esta es otra zona vulnerable para la
contaminacién electroquimica. IPA es un solvente pobre
para los residuos de post-soldadura y nunca debe usarse
en esta configuracion.

Aqui esta el por qué: Los residuos de flux se prueban
como un sistema segun IPC J-STD-004 / A / B. Una
vez que los residuos del flux estan expuestos al IPA,
ya no son el material que se probd originalmente. Las
propiedades electroquimicas del residuo resultante
parcialmente limpiado no se pueden atestiguar. Peor
aun, pueden haberse combinado con otras especies
idnicas liberadas por el IPA, y el residuo ahora es un
tercer producto indefinido. Ademas, los hisopos, toallitas
y cepillos utilizados para limpiar la tablilla son propensos
a la contaminacion cruzada, por lo que la limpieza de un
residuo No Clean sea una propuesta mas riesgosa de
lo que se podria esperar. Estudios han demostrado que
los flux parcialmente limpios y No Clean tienen un valor
de resistividad menor que los flux no alterados. Si debes
limpiar el flux por puntos, consulta con el fabricante de
tu flux para conocer las recomendaciones quimicas de
limpieza. Los solventes disefiados especificamente para
la eliminacion de flux pueden tener un costo inicial mas
alto, pero son una alternativa mas efectiva y segura que el
IPA marginalmente efectivo.

La herramienta correcta utilizada equivocadamente puede
causar mas dano, que utilizar una herramienta incorrecta.
Una PCB fabricada en procesos No Clean es tan limpio
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